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浙江坤博精工科技股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、 投资者关系活动类别 

√特定对象调研  

□业绩说明会  

□媒体采访  

□现场参观  

□新闻发布会  

□分析师会议  

□路演活动  

√其他 （线上会议） 

 

二、 投资者关系活动情况 

活动时间：2026 年 6月 24日 

活动地点：公司会议室 

参会单位及人员：建信基金、创金合信基金、阳光资产、太平养老保险、长

城财富资产、开源证券、民生证券、联储证券、浙商证券、长江证券、粤港澳大

湾区共同家园发展基金、尚诚资产、明达资产、国晖投资、尚颀投资、顶天投资、

青榕资产、前海再保险、一米资本、华能贵诚信托、鸿运私募基金、东方国际、

点石成鑫资产、青创伯乐投资、Willing Capital、君茂资本 

上市公司接待人员：董事长厉全明先生、董事会秘书厉康妮女士 

 



三、 投资者关系活动主要内容 

问题 1：请问公司在半导体设备、核电、工业自动化（精密齿轮磨床/大型

电动注塑机）等新拓展的业务领域收入进展？ 

回答：公司半导体设备部件业务目前处于早期放量阶段，2025 年已实现小

批量收入，产品主要覆盖碳化硅炉体、氟化炉体、物理沉积/化学沉积真空腔体

等，客户验证进展顺利。该业务目前收入占比尚小（不足 7%），受益于半导体设

备国产化推进，需求端将持续释放。 

在核电检修装备部件业务方面，公司 2025 年度已完成检修真空腔、蒸发器

减摩板的研发及相关检测。核电项目周期较长、订单确认节奏受客户投建进度影

响，收入存在波动。 

大型电动注塑机部件业务已在 2025 年形成批量销售，主要面向一些海外高

端客户。精密齿轮磨床部件业务也已形成稳定销售，主要面向国内高端用户，目

前处于市场拓展阶段。 

精密成型零部件 2025 年度整体的毛利率为 29.36%，较上年同期增加 3.26%。 

问题 2：公司切入物流机器人领域并实现批量供货，并计划建设无尘车间加

码半导体零部件。请问 2025 年物流机器人和半导体零部件业务分别实现了多少

收入？主要客户是哪些？ 

回答：公司半导体零部件业务 2025 年已形成小批量供货，但因目前收入规

模相对较小（不足 2%），尚未达到单独列示的统计口径。物流机器人部件业务 2025

年度已形成稳定的批量供货能力，与下游客户建立了持续的合作关系。该业务正

处于产能爬坡和市场拓展阶段，2025年度收入占比尚小（不足 4%），目前订单交

付节奏正常，后续收入规模会随客户放量逐步增长。 

以上两类业务的客户群体主要是面向国内外相关行业的知名企业。 

问题 3：公司将光伏单晶硅生长真空炉技术迁移到半导体真空炉的路径是什

么？ 

回答：公司依托光伏单晶硅生长真空炉体精密焊接与成型工艺的技术积累，

以碳化硅（SiC）长晶炉体为差异化切入点，通过升级氦气真空检漏、超高洁净

度焊接及热场控制等半导体级工艺，并联合高校博士后工作站合作研发半导体装

备关键材料与精密制造工艺，实现从光伏设备向半导体真空炉体的渐进式迁移与



产业链延伸。 

问题 4：公司“年产 900 套大型风电传动部件生产线”项目截至目前的进展

如何？ 

回答：截至 2025 年 12 月 31 日，该项目的投入进度为 88.33%。该项目的厂

房改造、设备安装调试及试样工作已于 2025 年底前完成，采用行业领先的数控

加工中心、自动化砂处理设备及高精度检测设备，能够大幅提升生产效率与产品

精度。目前相关产品已试制成功，关键尺寸精度与内部质量均通过客户的技术认

可，2026 年一季度已实现小批量供货。同时，公司正积极推进与客户的协同对

接，预计后续可实现批量供货，为公司抢占大型化风电机组零部件市场份额奠定

坚实基础。 

问题 5：2025 年真空炉体业务收入大幅萎缩，未来是否会调整方向针对半导

体行业进行拓展？ 

回答：受光伏行业供需失衡、产能出清周期影响，公司单晶硅生长真空炉体

业务 2025 年度出现明显下滑。面对光伏行业周期性调整，公司也在积极优化业

务结构。目前半导体装备部件业务已初具规模，产品逐步获得下游客户认可。在

此基础之上，公司将进一步挖掘客户深层需求，建立常态化的技术交流与市场洞

察机制，精准把握下游客户在设备迭代、工艺升级及供应链安全方面的核心诉求。

2026 年，公司将依托现有核心技术，规划建设“千级+万级”无尘恒温恒湿车间，

用于半导体零部件的清洗、试装及真空无尘包装。项目建成后，公司将具备从精

密加工到终端洁净交付的全流程闭环能力，有效填补当前后段处理缺口，进一步

拓展半导体装备领域业务。 

 

 

浙江坤博精工科技股份有限公司  

董事会  

2026 年 6 月 25 日  
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